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Elektronikai Technologia / Elektronikus késziilékek és
mindségbiztositasuk
Mechatronikai mérndk alapszak zarovizsga kérdései

1. Az elektronikai technologia termékek szerinti rendszerezése, az alkatrészek, integralt
aramkorok, szerel6lemezek, modularamkorok és késziilékek megvalositasi lehet6ségei. Az
elektronikus ipar helyezte a vilagon és Magyarorszagon. Forrasztasi haromszog. Forrasztas

értelmezése. Forraszotvozetek. Elektronikai tokozasi szintek.

2. Feluletszerelt alkatrészek. Passziv és aktiv elektronikus alkatrészek. Labtavolsag. Chip
alkatrészek jellemzé méretei. Az IC tokozasi trend hatasa. Az IC tokozasok alakja. PoP alkatrész

bemutatasa. Popcorn jelenség.

3. Furatszerelt alkatrészek. Tokozasi formak. Axialis és radialis alkatrészek. Labformazasi modok.
Furatszerelt alkatrészek sajatossagai és a gyartasi folyamatanak 6sszehasonlitasa az SMT-vel.

4. Nyomtatott huzalozasu lemezek technolégidja. Maganyag. Panelgyartasi hibak. Tébbrétegt,
nagy vezetékslrlségl integralt huzalozasok. Panelbevonatok ismerete. A kilénb6zé
panelbevonatok elényei és hatranyai. Forrasztasi felilet és a forrasztasgatld maszk kapcsolata.
CTE és Tg ismerete. VIA tipusok.

5. Forrasztastechnikai alapismeretek. Intermetallikus hatarréteg (IMC) kialakuldsa. Olmos és
olommentes  forraszanyagok.  Forraszanyagok  allapotdiagramja.  Nedvesitési  szog.

Forraszthatosagi teszt.

6. Folyasztoszerek (fluxok) alapismerete. No-clean folyamat értelmezése. Folyasztoszerek
osztalyozasa. Tisztitast nem igényld és tisztitast igényld forrasztasi folyamat. Dendrit képz&dés.

7. Feluletszerelési és furatszerelési technologiak. Altalanos SMT sor ismerete, terminolégiaja.

8. Pasztanyomtatas, pasztanyomtatdé fObb egységei. Stencil, stencil gyartas. Stencil apertira
kialakitasok. F6bb nyomtatasi paraméterek. Forraszpasztak. Pasztanyomtatas optikai ellenérzése

(SPI). Pasztanyomtatasi hibak. Pasztakivalas szamitasa stencilbdl. Stenciltervezés ismerete.

9. Alkatrészbetlteté automatak. Revolver- és IC fejek Osszehasonlitasa. Alkatrészfelvétel.
Alkatrészellatas. Pipettak. Alkatrészbetltetés optikai ellenérzése (AOI). Alkatrészbetltetési hibak.

10. Reflow kemence. Fatéelemek és befivé motorok. CBS. Héprofil értelmezése. HSprofil

beallitasa és mérése. Reflow hibak. Forrasztas nitrogén véd6atmoszféraban.



11. Hullimforrasztas. Furatszerelt alaktrészek forrasztasa. Hullamképzok. Hullamforrasztas

technologiai paraméterei. Fluxadagolasi technikak. Héprofil. Forrasztasi hibak. Salakképz6dés.

12. Termikus konstrukcié. A termikus méretezés sziikségessége. Hbatadasi modok. Termikus

Ohm t6rvény. Hitébordak és ventillatorok feladatai.

13. Elektronikai szerelvények megbizhatésiga. Flettartam modellek. Mechanikai-, klima és
kombinalt tesztek. Arrhenius modell. Coffin-Manson modell.

Zalaegerszeg, 2018. november 12.



